






















专利名称(译) 多维超声换能器阵列

公开(公告)号 US20030085635A1 公开(公告)日 2003-05-08

申请号 US10/326670 申请日 2002-12-19

[标]申请(专利权)人(译) 戴维森RICHARD

申请(专利权)人(译) 戴维森RICHARD

当前申请(专利权)人(译) 戴维森RICHARD

[标]发明人 DAVIDSEN RICHARD

发明人 DAVIDSEN, RICHARD

IPC分类号 G01N29/24 A61B8/00 B06B1/06 H04R17/00 H01L41/08

CPC分类号 B06B1/0622 B06B1/0607

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

描述了一种二维超声换能器阵列叠层，其具有吸声材料的背衬块，该背
衬块由交替的背衬材料板和粘合在一起的柔性电路形成。板的厚度确定
了柔性电路之间的高度尺寸，并且对应于二维阵列的高度间距。也可以
通过直接在背衬材料板上光刻导电迹线来形成背衬块，然后将其粘合在
一起以形成背衬块。
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